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ES 2738 988 T3

DESCRIPCION
Moédulo dual para tarjeta dual con microcircuito

La invencion se refiere a la miniaturizacién de los médulos con microcircuito que constan de tarjetas con microcircuito
de tipo dual, es decir tarjetas con microcircuito capaces de comunicar con el exterior a la vez con una interfaz fisica
por medio de almohadillas de contacto y con una interfaz sin contacto por medio de una antena.

Desde el formato de las tarjetas de crédito, o de las tarjetas de identidad, se han definido diversos formatos mas
pequefios, y se han normalizado para satisfacer diversos tipos de necesidades. Habiéndose llamado el formato de las
tarjetas de crédito "ID-1" o "1FF", se definié el formato ID-000 o 2FF que se aplica a las tarjetas de identificacion de
abonados a servicios de telefonia (tarjetas SIM), y después el formato 3FF también llamado "mini-SIM". Mas
recientemente, se definié el formato 4FF o "nano-SIM".

Dichas tarjetas constan de un cuerpo del que una cavidad contiene un médulo con microcircuito formado por una
pelicula de soporte que consta, en una cara llamada cara externa, de un conjunto de almohadillas de contacto
destinadas a entrar en contacto con almohadillas de contacto de un terminal de comunicacién por contacto y, en la
otra cara llamada cara interna, de un microcircuito cuyos terminales estan conectados a las almohadillas de contacto
a través de la pelicula de soporte. La fijacion del médulo al cuerpo puede realizarse a la vez entre la pelicula de soporte
y el borde de la cavidad y/o entre una masa de resina que engloba el microcircuito y el fondo de la cavidad.

Se comprende que, para satisfacer las condiciones fijadas por las normas aplicables a las tarjetas con microcircuito,
en concreto las normas ISO - 14443 e ISO - 7816, los modulos deben satisfacer cierto numero de condiciones, en
concreto en lo que concierne a las dimensiones y la disposicion de las almohadillas de contacto.

La antena que consta de una tarjeta con microcircuito del tipo dual esta formada habitualmente en el cuerpo que
contiene el modulo, teniendo extremos situados en las inmediaciones de la cavidad que contiene este moédulo; esta
antena esta sintonizada a la misma frecuencia que los terminales con los que esta destinada a poder comunicar, en
la practica a 13,56 MHz; para poder integrarse en una tarjeta con microcircuito del tipo dual, un médulo debe, por lo
tanto, estar conformado para poder conectar su microcircuito a los extremos de la antena; esta conexion se realiza
habitualmente por medio de almohadillas internas de contacto, es decir por medio de almohadillas situadas en la cara
interna de la pelicula de soporte, opuesta a la cara que porta las almohadillas de contacto destinadas a ponerse en
contacto con un terminal de comunicacién por contacto; dicho médulo es, también él, calificado de médulo de tipo
dual.

En tanto que las dimensiones de las tarjetas fueran sustancialmente superiores a las dimensiones de los modulos, se
ha podido utilizar un mismo formato de médulo, a veces llamado formato M4 que tiene una longitud de 13 mm y una
anchura de 11,8 mm (las dimensiones del formato 1FF son de 85,60 mm x 53,98 mm, las del formato 2FF son de 25
mm x 15 mm, y las del formato 3FF son de 15 mm x 12 mm). Para las tarjetas mas grandes se ha definido, incluso,
un formato de moédulo mas grande, llamado M5. Para reducir los costes de produccion, parecio deseable disponer de
un moédulo de formato mas pequefio; de este modo se ha propuesto un formato M3 cuyas dimensiones son del orden
de 11 +/- 0,2 mm x 82 +/- 0,2 mm (por ejemplo 10,85 mm*8,17 mm; este formato no esta completamente estabilizado).

La vida util de una tarjeta con microcircuito depende de manera significativa de la capacidad de su moédulo para resistir
a las diversas solicitaciones mecanicas incluso térmicas que un usuario puede verse obligado a hacerle experimentar,
esto seria solo para hacerla entrar en el alojamiento de un porta-tarjeta o para hacerla salir de él; ademas, la naturaleza
a menudo confidencial de los datos contenidos en el microcircuito impone que el microcircuito no pueda desprenderse
de la tarjeta que lo contiene sin ser destruido. Esto condujo a la definicion de un gran nimero de pruebas (en concreto
de torsién) que un médulo debe ser capaz de experimentar sin degradacion, o debe, por el contrario, no poder
experimentar sin destruccion irremediable del microcircuito. En otros términos, un médulo debe, en determinadas
zonas, ser flexible y, en otras zonas, ser lo mas rigido posible.

La cara externa de un médulo, es decir la cara que consta de las almohadillas de contacto es, en la practica, casi
totalmente metalizada para que cada una de las almohadillas de contacto tenga una superficie suficiente para
satisfacer las normas aplicables a las tarjetas; por el contrario, esta cara no puede ser completamente metalizada ya
que las diversas almohadillas de contacto deben estar suficientemente aisladas eléctricamente entre si para permitir
una utilizacion satisfactoria de cada una de ellas.

Estas almohadillas de contacto son conductoras de la electricidad, habitualmente formadas de cobre.

La conexién del microcircuito con las almohadillas externas de contacto o las almohadillas de conexién a la antena
puede realizarse por medio de hilos de conexion, normalmente hilos de oro. Segun otra opcion, la cara interna de la
pelicula de soporte consta de un circuito impreso que consta de zonas a las cuales se conectan directamente los
terminales del microcircuito; se comprende, sin embargo, que el modo de conexién por hilo otorga una mayor
flexibilidad ya que permite adaptarse a varias geometrias de microcircuito (lo que no es el caso del modo de conexion
por circuito impreso que depende de la geometria de los terminales del microcircuito).
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El documento FR2861201 A1 divulga un médulo dual (20) para tarjeta dual (figura 3) con microcircuito, que consta de
una pelicula de soporte (21) que porta, en una cara llamada externa, una pluralidad de almohadillas de contacto
eléctrico (22) que consta de dos series de almohadillas de contacto eléctrico que se extienden segun una direccién
dada bordeando en toda su longitud dos bordes de esta pelicula de soporte que son paralelos a esta direccién y, en
una cara llamada interna, dos zonas internas de conexion (24, 25) destinadas a conectarse a una antena de dicha
tarjeta dual con microcircuito y un microcircuito (23), constando este microcircuito de terminales de conexion
conectados por hilos respectivamente a las zonas internas de conexidén o a determinadas de las almohadillas de
contacto eléctrico por medio de huecos que atraviesan esta pelicula de soporte al tiempo que estan revestidos, junto
con estos hilos, por una masa de resina de revestimiento (40).

La invencion tiene por objeto un modulo del tipo dual, que consta, por lo tanto, de almohadillas de contacto en una
cara externa y de almohadillas de conexién a una antena en una cara interna, de pequefio formato pero que respetan
las condiciones de prestaciones mecdanicas que se aplican en concreto al formato M4, en concreto en flexion/torsion,
sin reducir, no obstante, las tolerancias dimensionales en las operaciones de encartado, al tiempo que implican un
coste moderado, en concreto debido a que la pelicula de soporte esta configurada para poder estar asociada a una
gran variedad de geometrias de microcircuitos.

Cabe destacar que la necesidad de disponer de pequefios modulos no esta necesariamente ligada al tamafio de la
tarjeta en la que se prevé implantar dichos modulos; de este modo, puede ser interesante poder implantar pequefios
modulos en tarjetas de formatos superiores a 2FF, incluyendo en formato ID-1, cuando se desea poder implantar
grandes antenas, o cuando, en concreto, deben aplicarse diversas etapas de securizacién en la superficie del cuerpo
de tarjeta (por ejemplo implantaciéon de manera no modificable de un signo o de una foto).

La invencién propone a tal efecto un moédulo dual para tarjeta dual con microcircuito, que consta de una pelicula de
soporte que porta en una cara llamada externa una pluralidad de almohadillas de contacto eléctrico (C1-C8) que consta
de dos series de almohadillas de contacto eléctrico que se extienden segun una direccién dada bordeando en toda su
longitud dos bordes de esta pelicula de soporte que son paralelos a esta direccién y, en una cara llamada interna dos
zonas internas de conexién destinadas a conectarse a una antena de dicha tarjeta dual con microcircuito y un
microcircuito, constando este microcircuito de terminales de conexidn conectados por hilos respectivamente a las
zonas internas de conexion o a determinadas de las almohadillas de contacto eléctrico por medio de huecos que
atraviesan esta pelicula de soporte al tiempo que estan revestidos, junto con estos hilos, por una masa de resina de
revestimiento, caracterizado por que las series de almohadillas de contacto eléctrico de la cara externa constan de
tres almohadillas solamente (C1-C3, C5-C7) y por que cada una de las dos zonas internas de conexion esta
conformada en un peine que consta de un cuerpo que se extiende debajo de cada una de las almohadillas de una
respectiva de las dos series de almohadillas de contacto a distancia de la masa de revestimiento, y de puas, de las
cuales dos puas extremas que parten de los extremos del cuerpo y, preferentemente, al menos una pua intermedia,
que se extienden independientemente entre si a partir de dicho cuerpo transversalmente a la direcciéon dada hasta los
extremos cubiertos por la masa de revestimiento, estando uno de los extremos de una pua de cada peine conectado
por uno de dichos hilos a uno de dichos terminales de conexion del microcircuito.

Se apreciara que dicho médulo permite combinar una masa de resina de revestimiento importante con una gran
libertad en la eleccion de las zonas de la cara interna en las que desembocan los hilos de conexién (en funcion de la
geometria particular del microcircuito elegido para formar parte del mddulo, sin complicar las modalidades de
encartado de dicho médulo en el cuerpo de tarjeta de una tarjeta dual a pesar de la obligaciéon de conectar zonas
internas de conexion a los extremos de la antena de este cuerpo.

De manera ventajosa las puas de los peines se extienden a partir de su cuerpo a uno y otro lado de los huecos, siendo
las puas extremas de cada peine, que son las mas alejadas entre si, mas largas que las otras puas del mismo peine
de modo que sus extremos estan en frente de una zona de la cara externa que esta situada entre dichas series de
almohadillas de contacto eléctrico. De este modo, los extremos del conjunto de las puas forman una zona poligonal
de la cual dos bordes, al menos de forma aproximadamente perpendicular a la direccion de las series de almohadillas
de contacto, tienen una longitud inferior a la distancia que separa las dos series de almohadillas de contacto; esto
permite situar los extremos de las puas extremas entre las almohadillas de contacto, y reducir de este modo la
superficie recubierta por la masa de revestimiento al tiempo que permite una reduccion de la longitud de los hilos de
conexion.

De manera particularmente ventajosa los huecos estan conectados, en la cara interna de la pelicula de soporte, a
pistas metalizadas paralelas y/o perpendiculares a la direccién de las series de almohadillas, que pasan entre los
extremos, enfrentados, de las puas extremas de dos peines distintos, en zonas medias sustancialmente situadas a
media distancia de los bordes de la pelicula de soporte que estan bordeadas por las series de almohadillas de contacto
eléctrico. De este modo, estas pistas contribuyen, con los extremos y los huecos, a delimitar la zona central que rodea
el microcircuito al tiempo que permiten a los extremos enmarcar esta zona central perpendicularmente a la direccién
de las series de almohadillas de contacto. Estas pistas estan formadas ventajosamente por hebras paralelas, o
perpendiculares, a esta direccion.

Segun otra caracteristica ventajosa de la invencion, las pistas metalizadas conectadas a los huecos tienen, en el
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exterior de la masa de resina que reviste el microcircuito y los hilos de conexién, una forma curva; esto contribuye a
la resistencia mecéanica del modulo.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencién, los extremos de las puas de los dos peines delimitan
conjuntamente una zona central poligonal que rodea el microcircuito, en el exterior de la cual estan situados los huecos,
lo que contribuye a la reduccién de la masa de revestimiento necesaria para recubrir los huecos y los extremos de las
puas de los dos peines en la direcciéon dada. De ello resulta una mayor anchura disponible en la direccion dada para
el adhesivo y garantizar, de este modo, una buena adhesion del microcircuito a la pelicula de soporte y de la masa de
revestimiento a esta pelicula de soporte.

Segun otra caracteristica ventajosa de la invencion, las puas extremas tienen extremos que presentan rebajes hacia
la zona central, lo que contribuye a reducir la superficie de la pelicula de soporte que debe estar recubierta por la masa
de resina.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, los extremos de las puas estan, con una precision del 20 %,
a una misma distancia de los extremos de las puas mas cercanas. Esto contribuye a facilitar la eleccion, para cualquier
formato de microcircuito dado, de un extremo de pua de peine al cual conectar un terminal apropiado de este
microcircuito, por medio de un hilo razonablemente corto.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencién, el médulo consta de dos peines dotados de cuatro puas que
delimitan conjuntamente una zona central octogonal. Esta es preferentemente regular; lo que contribuye a facilitar la
eleccion, para cualquier formato de microcircuito dado, de un extremo de pua de peine al cual conectar un terminal
apropiado de este microcircuito, por medio de un hilo razonablemente corto.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, hay, entre las dos series de tres almohadillas de contacto
(C1-C3, C5-C7), de dos almohadillas transversales de contacto (C4, C8) respectivamente situadas entre las primeras
almohadillas de contacto de las dos series, y entre las terceras almohadillas de contacto de las dos series, a distancia
de una zona central situada en frente del microcircuito y de la masa de resina de revestimiento, lo que contribuye a
permitir un uso también completo de los diversos terminales de conexién del microcircuito.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, la cara externa consta, ademas, de una almohadilla central
(C5A) conectada eléctricamente a una de las almohadillas de una de las series de almohadillas de contacto y separada
de las dos almohadillas transversales de contacto por hendiduras que bordean la periferia de la masa de resina que,
en la otra cara, reviste el microcircuito. Esto contribuye a rigidificar la pelicula de soporte en frente del emplazamiento
donde esta montado el microcircuito.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, las hendiduras que bordean las almohadillas transversales
de contacto tienen su concavidad orientada hacia la zona central y la periferia de dicha masa de resina tiene, del
mismo modo, su concavidad orientada hacia el microcircuito. Esto contribuye a permitir una superposiciéon al menos
aproximada de la periferia de dicha masa y de las hendiduras.

Segun ofra caracteristica ventajosa de la invencién, los huecos estan conectados, en la cara interna, a pistas
metalizadas que tienen, en el exterior de la masa de resina una curvatura igual a la de porciones elementales que
forman hendiduras que bordean las series de almohadillas de contacto y una almohadilla metalizada central. Esto
contribuye a la resistencia mecanica del médulo.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, los huecos estan en nimero de al menos 5.

Segun aun otra caracteristica ventajosa de la invencion, las dimensiones del médulo son, a lo sumo, las del formato
M3 es decir 11+/- 0,2 mm*8,2+/- 0,2 mm.

Segun otro aspecto de la invencion, esta propone una pelicula de soporte destinada a la fabricacion de médulos del
tipo mencionado anteriormente.

La invencion propone a tal efecto una pelicula de soporte destinada a la fabricacién de un modulo del tipo mencionado
anteriormente, que porta, en una cara llamada externa, una pluralidad de almohadillas de contacto eléctrico (C1-C8)
y, en una cara llamada interna, zonas internas de conexion y un emplazamiento destinado a recibir un microcircuito
que consta de terminales de direccién que deben conectarse a almohadillas de la pelicula de soporte por hilos, estando
esta pelicula de soporte atravesada por huecos situados a distancia del emplazamiento destinado al microcircuito,
estando esta cara interna destinada a estar recubierta, junto con el microcircuito, por una masa de resina de
revestimiento que se extiende hasta una linea dada, caracterizada por que las almohadillas de contacto de la cara
externa constan de dos series de tres almohadillas solamente (C1-C3, C5-C7) que se extienden segun una direccién
dada y por que las zonas internas de conexion estan conformadas en dos peines cuyos dos cuerpos se extienden
respectivamente debajo de cada una de las dos series de almohadillas de contacto, extendiéndose cada cuerpo debajo
de cada una de las almohadillas de la serie correspondiente, a distancia de la zona destinada a ser recubierta por la
masa de revestimiento, teniendo estos peines puas que se extienden a partir de sus cuerpos transversalmente a la
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direccidon dada hasta extremos que desembocan en la zona destinada a estar cubierta por la masa de revestimiento.

Segun aun otro aspecto de la invencion, esta propone una tarjeta dual que consta de un médulo del tipo mencionado
anteriormente.

La invencién propone de este modo una tarjeta con microcircuito dual que consta de un cuerpo de tarjeta en el que
esta situada una antena y una cavidad que consta de una porcion profunda rodeada por un recorrido de menor
profundidad, asi como un médulo del tipo mencionado anteriormente, teniendo la antena extremos situados en el
recorrido que rodea la porcidn profunda de la cavidad, en lados perpendiculares a la direccién siguiendo la cual la
tarjeta esta destinada a ser insertada en un terminal de lectura por contacto, estando el microcircuito y su masa de
resina de revestimiento situados en la porcién profunda de la cavidad, y estando el médulo fijado al cuerpo de tarjeta
por una masa de resina que conecta la periferia del médulo a lo largo de todo el recorrido, estando las zonas internas
de conexién en frente de los extremos de la antena, y siendo la resina anisotropicamente conductora de electricidad
perpendicularmente al plano de la pelicula de soporte.

Una tarjeta con microcircuito de acuerdo con la invencion consta ventajosamente de las caracteristicas mencionadas
anteriormente a proposito del médulo tomado de forma aislada. De manera particularmente ventajosa, estando el
espacio entre la masa de resina de revestimiento del microcircuito y la masa de resina anisétropa de fijacion en frente
de hendiduras que delimitan almohadillas transversales de contacto del médulo (C4, C8), entre las primeras
almohadillas y las terceras almohadillas de dichas series de almohadillas de contacto, y una almohadilla central en
frente de la totalidad del microcircuito.

Objetos, caracteristicas y ventajas de la invencidon se ponen de manifiesto a partir de la descripciéon a continuacion,
dada a modo de ejemplo ilustrativo no limitante, junto con los dibujos adjuntos, en los que:

- La figura 1 es una vista esquematica en despiece ordenado de una tarjeta con microcircuito cuyo microcircuito
forma parte de un médulo de acuerdo con la invencién, montado en una cavidad del cuerpo de la tarjeta,

- La figura 2 es una vista parcial en corte segun la linea II-1l de la figura 1 que muestra la pelicula de soporte del
modulo y su microcircuito en la cavidad del cuerpo,

- La figura 3 representa el dibujo de una pluralidad de almohadillas de contacto portada por la cara externa de la
pelicula de soporte del médulo,

- La figura 4 representa el dibujo de un circuito impreso portado por la cara interna de la pelicula de soporte del
modulo,

- Lafigura 5 es una vista que muestra, por transparencia a través de la pelicula de soporte, la superposicién de las
almohadillas de la figura 3 y del circuito impreso de la figura 4,

- La figura 6 es una vista que muestra, por transparencia a través de la pelicula de soporte, no solamente la
superposicion de las zonas de las figuras 3 y 4 sino también zonas de resina con las cuales coopera el médulo
cuando estd montado en la cavidad de un cuerpo de tarjeta.

La figura 1 representa, de manera esquematica y en vista en despiece ordenado, una tarjeta con microcircuito 1, por
ejemplo en formato ID-1 o 1FF (tarjeta de crédito) que consta de un cuerpo 2 en el que se ha formado una antena 3 y
que consta de una cavidad 4 en la que esta alojado un médulo 5 que consta de un microcircuito 6.

La cavidad consta de una parte central 4A bordeada a lo largo de su periferia por un recorrido 4B de profundidad
inferior a la de la parte central. La antena 3 consta de un numero cualquiera de espiras, y dos extremos ensanchados
3A y 3B situados en el recorrido 4B. El cuerpo es de una o varias materias plasticas apropiadas, conocidas de por si.

Se ve en la figura 1 que, en el ejemplo representado, los extremos estan situados a lo largo de lados de la cavidad
que son perpendiculares a la direccion F siguiendo la cual la tarjeta estd destinada a ser insertada en un lector de
comunicacién por contacto (no representado).

El médulo 5 consta de una pelicula de soporte 7 de la que una cara, llamada cara externa (en este contexto la cara
superior, destinada a estar orientada hacia el exterior de la tarjeta), porta una pluralidad de almohadillas de contacto
metalicas designada conjuntamente por la referencia 8 (su configuracion exacta solamente se representa mas
adelante, en concreto por la figura 3) y cuya otra cara, llamada cara interna (en este contexto la cara inferior, destinada
a estar orientada hacia el fondo de la cavidad), porta un circuito impreso designado en su conjunto por la referencia 9
asi como el microcircuito 6 (este esta por lo tanto, en la figura 1, visto en transparencia a través de la pelicula de
soporte).

Este microcircuito esta montado de modo que sus terminales de conexién estén orientados hacia el fondo de la cavidad
(en el lado opuesto a la pelicula de soporte), para permitir una conexién (o cableado) por hilo; no se trata, por lo tanto,
de un microcircuito montado en el dorso (montaje conocido con la denominacién "flip-chip" donde los terminales estan
en frente de la cara interna de la pelicula de soporte).

Una ventaja de dicho montaje por hilo es que la geometria del circuito impreso puede definirse independientemente
del microcircuito que finalmente se le asocia; pero esto tiene por consecuencia que las zonas en las cuales los hilos
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de conexién estan fijados a los terminales de conexion del microcircuito, deben estar apartadas de la zona cubierta
por el microcircuito (estos hilos no se representan en estas figuras 1 y 2). En lo que concierne a la conexiéon de
determinados terminales del microcircuito a almohadillas de contacto situadas en la cara externa, esta se realiza por
medio de huecos (no representados en estas figuras 1y 2), es decir de orificios que atraviesan el espesor de la pelicula
de soporte. Los hilos estan conectados en el fondo del hueco.

En el caso en el que la pared interna de los huecos esté conectada eléctricamente a dichas almohadillas de contacto,
los hilos de conexidn pueden estar simplemente soldados al interior de estos huecos.

De manera convencional, el microcircuito y los hilos de conexién estan inmersos en una masa de resina rigida 10,
cuya rigidez garantiza una proteccion del microcircuito frente a determinados esfuerzos mecanicos, al tiempo que es
compatible con una destruccidn del microcircuito en caso de intento de desprendimiento del microcircuito de la pelicula
de soporte.

La fijacion del modulo al interior de la cavidad no representada) se efectia por medio de una resina, o un adhesivo,
conductor de la electricidad (en la practica anisétropo) que cubre el recorrido 4B y/o de otra resina interpuesta entre
la resina de proteccién 10 y el fondo de la cavidad.

La figura 3 representa la cara externa del médulo, con diversas almohadillas de contacto, habitualmente dispuestas
en dos series de al menos tres almohadillas, denominadas en este contexto C1 a C3, C5 a C7, de conformidad con la
notacion normalizada (estas almohadillas cubren, por lo tanto, las zonas minimas definidas por estas normas); una,
en este contexto la almohadilla C5, se prolonga hacia el centro en una zona C5A, se observa la presencia de otras
dos almohadillas denominadas C4 y C8 que pueden, de conformidad con las normas, no tener ningun papel. Estas
almohadillas, que estan dispuestas a través del espacio que separa las dos series de almohadillas de contacto, se
llaman almohadillas transversales de contacto.

Las almohadillas de contacto estan, en este contexto, separadas entre si por lineas de grabado o hendiduras
desprovistas de metal en la pelicula de soporte.

Dos hendiduras 11 y 12 estan dispuestas entre la parte central C5A, por un lado, y cada una de las zonas C4 y C8.
Estas hendiduras se extienden en este contexto desde la hendidura 13 que separa esta parte central C5A de las
almohadillas C1 a C3, por un lado, hasta la hendidura 14 que separa esta parte central de las almohadillas C5 a C7
(esta hendidura se representa en este contexto discontinua para permitir la continuidad entre la almohadilla C5 y la
parte central C5A; la parte que separa las almohadillas C5 y C4 se prolonga una corta distancia en el interior de la
unién entre la almohadilla C5 y la parte central C5A, lo que constituye un inicio de ruptura, si fuera necesario, en el
lugar donde se interrumpe la hendidura anular (en bucle) constituida conjuntamente por las hendiduras 11 a 14). Segun
una variante no representada, las almohadillas C5 y C5a estan separadas.

Los huecos mencionados anteriormente no atraviesan estas almohadillas de contacto; estos huecos estan, en efecto,
obturados por las almohadillas de contacto en frente de las cuales estan situados.

Se puede destacar que la almohadilla C5A define para la pelicula de soporte una zona central cuya rigidez es
homogénea. Esta ventajosamente en frente de la totalidad del microcircuito y de al menos una parte de la masa de
revestimiento.

La figura 4 representa la cara interna del modulo, mas exactamente la cara interna de la pelicula de soporte.

El circuito impreso designado en la figura 2 con la referencia general 9 consta de dos anchas zonas de contacto 20 y
30 destinadas a entrar en contacto con las zonas de extremo 3A y 3B de la antena; estas anchas zonas, tienen, cada
una, una forma general de peine, en este contexto con cuatro puas; como variante no representada, podria haber
solamente dos puas, incluso tres; de hecho, el nimero de puas permite aumentar la facilidad de conexion entre estas
zonas 20 y 30 con los terminales correspondientes de una gran variedad de geometrias de microcircuito. Estos peines
tienen cuerpos (es decir partes a partir de las cuales se extienden las puas) que se extienden paralelamente a las
series de almohadillas de contacto, extendiéndose el cuerpo del peine 20 debajo de cada una de las almohadillas C1
a C3 y extendiéndose el cuerpo del peine 30 debajo de cada una de las almohadillas C5 a C7. Estos cuerpos de peine
estan situados inmediatamente en las inmediaciones de los bordes de la pelicula de soporte que son paralelos a las
series de almohadillas de contacto (estan destinados a no estar cubiertos por la masa de revestimiento y estar en
frente del reborde de la cavidad).

Estos peines constan de al menos dos puas extremas que parten de los extremos de sus cuerpos respectivos vy,
preferentemente, al menos una pua intermedia; cada una de las puas se extiende, a partir del cuerpo,
independientemente de las otras, transversalmente a la direccion de las series de almohadillas de contacto (al menos
aproximadamente perpendicular a esta direccion, por ejemplo con una precisiéon de 10°).

Estos peines son, en este contexto, simétricos entre si con respecto a una linea horizontal en la figura 4. Como
variante, no representada, estos peines pueden tener nimeros de puas diferentes (por ejemplo 4 para el peine 20y 3
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para el peine 30; de hecho, como es evidente a partir de lo siguiente, el nUmero de puas puede depender del nimero
de huecos.

De manera ventajosa, las puas extremas, 20A y 20D, por un lado, y 30A y 30D, por otro lado, son mas largas que las
puas intermedias 20B y 20C, 30B y 30C. ; ademas, los extremos de estas puas extremas presentan, preferentemente,
rebajes 20A’, 20D’, 30A’ y 30D’ hacia el centro de la cara interna de la pelicula de soporte. Los extremos de las puas
estan, en este contexto, localmente ensanchados.

El circuito impreso 9 de la figura 4 consta ademas, en este contexto, de zonas anulares, o collarines, que rodean los
huecos necesarios para la conexién de los terminales de conexion del microcircuito a las almohadillas apropiadas de
la cara externa. Estos collarines impiden el depésito de residuos o de polvo sobre el borde del hueco.

Estos huecos estan, en este contexto, en nimero de 5, a saber tres huecos 41, 42 y 43 entre las cuatro puas del peine
20 y dos huecos 44 y 45 entre las puas 30A y 30B, y las puas 30C y 30D del peine 30.

Estas zonas anulares, cuya superficie puede ser tan reducida como se pueda desear, estan, en este contexto,
conectadas a pistas conductoras denominadas 51 a 55. Estas pistas no tienen, en servicio, ningun papel particular, ya
que su funcion principal es llevar corriente al emplazamiento de los huecos para, durante la fabricacion de la pelicula
de soporte, garantizar una buena metalizacion de las zonas anulares y opcionalmente de su pared interna. No
obstante, como se comentara mas adelante, estas pistas se conservan, en la practica, debido al papel de rigidificacion,
o por el contrario al papel de guiado en deformacién que pueden jugar.

Los huecos se representan teniendo una seccion circular (huecos 41-43 y 45) o cuadrada con esquinas redondeadas
(hueco 44); las zonas anulares que las rodean tienen, en la practica, una misma forma circular o cuadrada. Se
comprende, sin embargo, que los huecos pueden tener una seccién cualquiera.

Las puas de los peines 20 y 30 asi como los huecos dejar subsistir una zona central no metalizada, en frente de la
zona C5A de la cara externa, destinada a recibir el microcircuito 6. Como se ha indicado anteriormente, la geometria
del circuito impreso 9 permite adaptarse a una gran variedad de microcircuitos, lo que significa que la produccion de
la pelicula de soporte con la metalizacidon de sus caras internas y externas puede efectuarse de una manera Unica,
independientemente de la naturaleza del microcircuito que se le fijara finalmente; se comprende que esto contribuye
a mantener en un nivel reducido el coste de la pelicula de soporte.

Mas exactamente, se puede destacar que las puas extremas definen con sus extremos un poligono, mas exactamente
un octdégono en el ejemplo representado, ya que hay dos peines con cuatro puas. Este poligono tiene, ventajosamente,
lados que son al menos aproximadamente iguales (por ejemplo con una precision del 20 %). Se puede destacar que
los huecos estan, en este contexto, en el exterior de este poligono. De hecho, lo esencial de la superficie de este
poligono esta disponible para la implantacion del microcircuito, a excepcién de las pistas metalizadas que bordean
preferentemente la periferia de este poligono (mas exactamente, las pistas estan, en este contexto, formadas por
hebras bien perpendiculares, o bien paralelas, a la direccion de las series de almohadillas de contacto. También se
puede destacar que, en el ejemplo representado, la distancia entre los extremos de puas extremas en frente de los
peines, por ejemplo la distancia entre los extremos 20A’ y 30A’, es, a lo sumo, igual a la longitud de las puas
intermedias.

En efecto, los extremos de las puas extremas definen pasajes estrechos para que las pistas metalizadas puedan salir
del poligono mencionado anteriormente; mas exactamente, es en zonas medias, sustancialmente equidistantes de los
cuerpos de peines, donde las pistas salen de este poligono, teniendo una forma curva.

La figura 5 representa el modulo en vista desde arriba, que muestra sin embargo, por transparencia a través de la
pelicula de soporte, lo que esta situado bajo esta pelicula de soporte.

Se observa de este modo que el peine 20 esta situado bajo las almohadillas C1 a C3 mientras que el peine 30 esta
situado bajo las almohadillas C5 a C7. Ademas, los huecos 41 a 43 estan situados, respectivamente, bajo las
almohadillas C1 a C3, mientras que los huecos 44 y 45 estan situados respectivamente bajo las almohadillas C5 y C7.
Los extremos de las puas extremas son suficientemente alargados para que sus extremos no estén en frente de las
almohadillas bajo las cuales se extienden sus cuerpos respectivos; mas exactamente, estos extremos estan, en este
contexto, situados entre estas series, bajo la zona central, lo que es favorable para la resistencia mecanica del médulo

Un marco en linea discontinua 100 representa el espacio disponible para implantar un microcircuito y, en el interior de
este marco virtual, un marco en guiones delimita un ejemplo de microcircuito. Se puede destacar que, en este
microcircuito, hay 4 terminales a izquierda y 3 terminales a derecha; los cuatro terminales a izquierda estan
conectados, respectivamente, a los huecos 41 a 43 y a la pua 20B del peine 20 mientras que los tres terminales de la
derecha estan conectados, respectivamente, a los huecos 44 y 45 y a la pua 30D del peine 30. Se comprende
facilmente que, con un microcircuito cuyos terminales de conexién tienen otra configuracién, puede ser apropiado
conectar terminales a una cualquiera de las puas del peine 20 y a una cualquiera de las puas del peine 30.
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Se puede destacar que el microcircuito, en cuanto se encuentra en el marco virtual 100, se encuentra en frente de una
zona rigidificada de la pelicula de soporte (en relacion con la zona C5A) que esta, ademas, rigidificada por las lineas
de corriente 51 a 55 cuya presencia tiende a rigidificar la zona central a la manera de un marco que rigidifica un lienzo.

La figura 6 representa, por analogia con la figura 5, el médulo en vista desde arriba, que muestra sin embargo, por
transparencia a través de la pelicula de soporte, lo que esta situado bajo esta pelicula de soporte.

Se observa de este modo, como en la figura 5, el peine 20 esta situado bajo las almohadillas C1 a C3 mientras que el
peine 30 esta situado bajo las almohadillas C5 a C7. Ademas, los huecos 41 a 43 estan situados, respectivamente,
bajo las almohadillas C1 a C3, mientras que los huecos 44 y 45 estan situados respectivamente bajo las almohadillas
C5yCr7.

A diferencia de la figura 5, la figura 6 no visualiza un microcircuito; sin embargo, se observa una linea curva 110
bordeada por una linea curva 120, y posteriormente, cerca del borde de la pelicula de soporte, otra linea curva 130.

La linea 110 representa la periferia de la masa de resina de revestimiento del microcircuito. Esta engloba una fraccion
importante de la superficie total de la pelicula de soporte; en particular, rodea no solamente la zona central que recibe
el microcircuito (no representado), pero también los huecos 41 a 45 y los extremos de las puas de los peines 20 y 30.
De este modo, esta linea 110 reviste necesariamente los hilos de conexidén entre los terminales de conexién del
microcircuito y los peines asi como los huecos. Por el contrario, esta linea 110 no engloba los cuerpos de los peines
20y 30; en el ejemplo representado, no engloba tampoco el comienzo de las puas (no recubre, preferentemente, mas
del 75 % de la longitud de las puas).

Cabe destacar que, para permitir una buena conexién del microcircuito a los huecos y a las puas del peine, estos
huecos y estos extremos deben estar situados apartados de la zona de recepcion del microcircuito (linea 100), pero
en el interior de la linea 110. El hecho de que las puas extremas de los peines sean mas largas que las puas
intermedias tiene la ventaja de que existen extremos de puas en frente de cada uno de los lados del microcircuito; y
el hecho de que los extremos de las puas extremas consten de un rebaje hacia la zona central contribuye a garantizar
que, incluso con tolerancias significativas en el respecto de la linea 110 por la masa de resina de revestimiento
depositada efectivamente, estos extremos estan bien recubiertos por esta masa.

Se puede destacar que la masa de resina de revestimiento se extiende por una zona rectangular (con esquinas
redondeadas) apenas mayor que el poligono definido por el conjunto de los huecos.

A diferencia de lo que se representa en la figura 2, la masa de presenta una forma aproximadamente paralelepipédica.*

Se puede destacar que el microcircuito recubre una parte completamente desnuda de metal de la pelicula de soporte,
lo que contribuye a garantizar una buena fijacion del microcircuito, por un lado debido a la planicidad de esta parte
recubierta, y por otro lado debido a que la adhesion a la pelicula de soporte es mejor que la adhesiéon al metal
conductor, cobre en la practica.

La linea 120 define el borde interno del recorrido 4B que rodea la parte central profunda de la cavidad, mientras que
la linea 130 delimita su borde externo; la zona situada entre las lineas 120 y 130 corresponde, por lo tanto, a la zona
encolada de resina para la fijacion del médulo en el recorrido de la cavidad.

Se puede destacar que el espacio entre las lineas 110 y 120 delimita de este modo el espacio entre la masa de resina
de revestimiento y la masa de resina de fijacion al recorrido 4B. Este espacio representa solamente una fraccion muy
reducida de la superficie del mddulo, normalmente inferior al 10 %, incluso menos del 5 %. Esto significa que el médulo
esta rigidificado, por la combinacion de las dos masas de resina, en la casi totalidad de su superficie.

No obstante, segun una caracteristica interesante de la invencion, la banda delimitada entre las lineas 110 y 120 se
superpone ventajosamente con las hendiduras 11 y 12 que delimitan las almohadillas C4 y C8, respectivamente, frente
a la zona central C5A. Esta superposicion se facilita cuando, como se representa a modo de ejemplo, las hendiduras
11 y 12 son convexas. De ello resulta, en combinacion con la rigidificacion mencionada anteriormente, una capacidad
para doblarse en estos lugares que son perpendiculares a las series de almohadillas de contacto C1-C3, C5-C7; es
interesante, sobre todo, destacar que esta capacidad para doblarse esta situada en frente del espacio situado entre la
masa de resina de revestimiento y la pared de la zona central de la cavidad. Esta zona de flexibilidad del médulo en
cuanto a tal se situa, por lo tanto, en el emplazamiento de una zona de flexibilidad de la tarjeta dotada de este médulo

Diversas variantes entran en el marco de la invencién, en concreto el hecho de que el nimero de huecos a través de
la pelicula de soporte, en este contexto de 5, puede ser mas reducido (por ejemplo 4).

Cabe destacar que, a pesar del pequefio tamafio de la pelicula de soporte, el microcircuito esta eficazmente revestido,
al mismo tiempo que los hilos de conexion a los peines y a los huecos (la tasa de llenado de la cavidad por la resina
de revestimiento es importante), al tiempo que se deja una superficie significativa para la fijacion en el recorrido que
bordea la cavidad, y todo respectando un nivel significativo de flexibilidad. Se obtiene una buena adhesion entre el
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moddulo y el cuerpo de tarjeta. Estas ventajas estan reforzadas por el hecho de que las puas extremas tienen extremos
que presentan rebajes hacia la zona central. Los extremos estan, por lo tanto, dispuestos en la zona central dejando
una superficie significativa para la fijacion de los bordes perpendiculares a las series de almohadillas de contacto.

Dicha configuracion parecio respetar las pruebas normalizadas de flexién y de torsién.

En efecto la presencia de la zona central C5A favorece la rigidificacion de la parte central del modulo, pero se
comprende que la resina de revestimiento aporta, ya de por si, un nivel significativo de rigidez al médulo, en concreto
en su porcioén central.

En cuanto a la hendidura casi continua formada por las hendiduras 11 a 14, tiene la ventaja de permitir una
flexién/torsion a distancia del microcircuito, compatible con un retorno a la configuracion plana después de las
solicitaciones.

Estas hendiduras permiten ademas una relajacion de las tensiones segun diversas direcciones posibles.

El hecho de que las hendiduras 13 y 14 que separan las series de almohadillas C1-C3 y C5-C7 frente a la zona central
estén formadas por hendiduras elementales que tienen la misma curvatura que las pistas de alimentacion 51 a 54
paralelamente a estas hendiduras 13 y 14 tiene la ventaja de implementar lineas de ataque de igual radio, lo que
facilita la fabricacion. En cuanto a la misma existencia de las lineas de alimentacion, su orientacion de forma
aproximadamente paralela a las hendiduras 13 y 14 tiene la ventaja de definir lineas de debilidad o de rigidez que son
paralelas, lo que es favorable para un guiado de las deformaciones siguiendo estas lineas. En particular, las lineas de
alimentacién garantizan un guiado de una posible relajacién de las tensiones dentro de la zona de fijacion del médulo
al recorrido que bordea la cavidad.

El hecho de que estas hendiduras elementales tienen su concavidad orientada hacia el exterior del médulo, mientras
que las hendiduras 11 y 12 tienen su concavidad orientada hacia el centro del mddulo, tiene la ventaja de reducir el
riesgo de una rotura en estos lugares que no son rectilineos.

En el ejemplo representado, el médulo esta en formato M3.
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REIVINDICACIONES

1. Médulo dual para tarjeta dual con microcircuito, que consta de una pelicula de soporte (7) que porta en una cara
llamada externa una pluralidad de almohadillas de contacto eléctrico (C1-C8) que consta de dos series de almohadillas
de contacto eléctrico que se extienden segun una direccién dada bordeando en toda su longitud dos bordes de esta
pelicula de soporte que son paralelos a esta direccién y, en una cara llamada interna dos zonas internas de conexion
(9) destinadas a conectarse a una antena de dicha tarjeta dual con microcircuito y un microcircuito (6), constando este
microcircuito de terminales de conexién conectados por hilos respectivamente a las zonas internas de conexién o a
determinadas de las almohadillas de contacto eléctrico por medio de huecos (41-45) que atraviesan esta pelicula de
soporte al tiempo que estan revestidos, junto con estos hilos, por una masa de resina de revestimiento, caracterizado
por que las series de almohadillas de contacto eléctrico de la cara externa constan de tres almohadillas solamente
(C1-C3, C5-C7) y por que cada una de las dos zonas internas de conexion esta conformada en un peine (20, 30) que
consta de un cuerpo que se extiende debajo de cada una de las almohadillas de una respectiva de las dos series de
almohadillas de contacto a distancia de la masa de revestimiento, y de puas, de las cuales dos puas extremas que
parten de los extremos del cuerpo y al menos una pua intermedia (20A-D, 30A-D), que se extienden
independientemente entre si a partir de dicho cuerpo transversalmente a la direccion dada hasta los extremos cubiertos
por la masa de revestimiento, estando uno de los extremos de una pua de cada peine conectado por uno de dichos
hilos a uno de dichos terminales de conexion del microcircuito.

2. Mddulo dual segun la reivindicacién 1, cuyas puas de los peines se extienden a partir de su cuerpo a uno y otro lado
de los huecos, siendo las puas extremas de cada peine, que son las mas alejadas entre si, mas largas que las otras
puas del mismo peine de modo que sus extremos estan en frente de una zona de la cara externa que esta situada
entre dichas series de almohadillas de contacto eléctrico.

3. Médulo dual segun la reivindicacion 2, cuyos huecos estan conectados, en la cara interna de la pelicula de soporte,
a pistas metalizadas paralelas y/o perpendiculares a la direccién de las series de almohadillas, que pasan entre los
extremos, enfrentados, de las pluas extremas de dos peines distintos, en zonas medias sustancialmente situadas a
media distancia de los bordes de la pelicula de soporte que estan bordeadas por las series de almohadillas de contacto
eléctrico.

4. Modulo dual segun la reivindicacion 3, cuyas pistas metalizadas conectadas a los huecos tienen, en el exterior de
la masa de resina que reviste el microcircuito y los hilos de conexion, una forma curva.

5. Médulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, cuyos extremos de las puas de los dos peines
delimitan conjuntamente una zona central poligonal que rodea el microcircuito, en el exterior de la cual estan situados
los huecos.

6. Mddulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, cuyas puas extremas tienen extremos que
presentan rebajes hacia la zona central.

7. Médulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, que consta de dos peines dotados de cuatro puas
que delimitan conjuntamente una zona central octogonal.

8. Mddulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que consta, entre las dos series de tres almohadillas
de contacto (C1-C3, C5-C7), de dos almohadillas transversales de contacto (C4, C8) respectivamente situadas entre
las primeras almohadillas de contacto de las dos series, y entre las terceras almohadillas de contacto de las dos series,
a distancia de una zona central situada en frente del microcircuito y de la masa de resina de revestimiento.

9. Médulo dual segun la reivindicacion 8, cuya cara externa consta ademas de una almohadilla central (C5A) conectada
eléctricamente a una de las almohadillas de una de las series de almohadillas de contacto y separada de las dos
almohadillas transversales de contacto por hendiduras (11, 12) que bordean la periferia de la masa de resina que, en
la otra cara, reviste el microcircuito.

10. Mddulo dual segun la reivindicacion 9, cuyas hendiduras que bordean las almohadillas transversales de contacto
tienen su concavidad orientada hacia la zona central y cuya periferia de dicha masa de resina tiene, del mismo modo,
su concavidad orientada hacia el microcircuito.

11. Médulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, cuyos huecos estan conectados, en la cara
interna, a pistas metalizadas que tienen, en el exterior de la masa de resina una curvatura igual a la de porciones
elementales que forman hendiduras (13, 14) que bordean las series de almohadillas de contacto y una almohadilla
metalizada central.

12. Mddulo dual segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, cuyas dimensiones son, a lo sumo, las del
formato M3, es decir 11+/- 0,2 mm*8,2+/- 0,2 mm.

13. Pelicula de soporte destinada a la fabricacién de un médulo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12,
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que porta, en una cara llamada externa, una pluralidad de almohadillas de contacto eléctrico (C1-C8) y, en una cara
llamada interna, zonas internas de conexion (9) y un emplazamiento (100) destinado a recibir un microcircuito que
consta de terminales de direccion que deben conectarse a almohadillas de la pelicula de soporte por hilos, estando
esta pelicula de soporte atravesada por huecos (41-45) situados a distancia del emplazamiento destinado al
microcircuito, estando esta cara interna destinada a estar recubierta, junto con el microcircuito, por una masa de resina
de revestimiento que se extiende hasta una linea dada (110), caracterizada por que las almohadillas de contacto de
la cara externa constan de dos series de tres almohadillas solamente (C1-C3, C5- C7) que se extienden segun una
direccidon dada y por que las zonas internas de conexion estan conformadas en dos peines (20, 30) cuyos dos cuerpos
se extienden respectivamente debajo de cada una de las dos series de almohadillas de contacto, extendiéndose cada
cuerpo debajo de cada una de las almohadillas de la serie correspondiente, a distancia de la zona destinada a ser
recubierta por la masa de revestimiento, teniendo estos peines puas (20A-D, 30A-D) que se extienden a partir de sus
cuerpos transversalmente a la direccién dada hasta extremos que desembocan en la zona destinada a estar cubierta
por la masa de revestimiento.

14. Tarjeta con microcircuito dual que consta de un cuerpo de tarjeta en el que esta situada una antena (6) y una
cavidad que consta de una porcién profunda rodeada por un recorrido (4B) de menor profundidad, asi como de médulo
segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, teniendo la antena extremos (3A, 3B) situados en el recorrido
que rodea la porcion profunda de la cavidad, en lados perpendiculares a la direccidn (F) siguiendo la cual la tarjeta
esta destinada a ser insertada en un terminal de lectura por contacto, estando el microcircuito y su masa de resina de
revestimiento situados en la porcién profunda de la cavidad, y estando el médulo fijado al cuerpo de tarjeta por una
masa de resina que conecta la periferia del médulo a lo largo de todo el recorrido, estando las zonas internas de
conexién en frente de los extremos de la antena, y siendo la resina anisotrépicamente conductora de electricidad
perpendicularmente al plano de la pelicula de soporte.

15. Tarjeta dual segun la reivindicacion 14, en la que el espacio entre la masa de resina de revestimiento del
microcircuito y la masa de resina anisétropa de fijacion esta en frente de hendiduras (11, 12) que delimitan almohadillas
transversales de contacto del médulo (C4, C8), entre las primeras almohadillas y las terceras almohadillas de dichas
series de almohadillas de contacto, y una almohadilla central (C5A) en frente de la totalidad del microcircuito.
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